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Durchbruch bei kupfergefiillten HDI-Microvias

22.12.2008, 13:55 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: ANDUS ELECTRONIC GmbH

kupfergefiilltes HDI-Microvia

ANDUS hat einen neuen inhouse-Prozess zum galvanischen Verfiillen von Microvias qualifiziert, der insbesondere die
Kombination von FinePitch-Bauelementen mit der Microleitertechnik erméglicht. Die neuen, von auflen nicht mehr
sichtbaren Microvias erlauben die Entflechtung von uBGAs ohne Zugestindnisse an die Leiterbahnbreite.

Die neuen HDI-Microvias weisen zwei entscheidende Vorteile auf:

- Die Schichtdicke des Basiskupfers wird im Prozess nicht verdndert. Das ist wichtig, um auch auf der Auflenlage
Microleiter von bis zu 50 um Breite erzeugen zu kénnen. Im Bild wurde die verwendete 12 um Basisfolie per Atzschliff
sichtbar gemacht.

- Die Microvias sind komplett mit massivem Kupfer gefiillt. Zum einen ist dadurch die Zuverldssigkeit der Verbindung

gegeniiber thermomechanischem und mechanischem Stress hoher. Zum andern begiinstigt der hohe Kupferanteil die
Wirmeleitung.

Portrait

Die Firma ANDUS ELECTRONIC GmbH hat sich auf die Herstellung von Leiterplatten in kleinen Stiickzahlen im High-
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Tech-Bereich spezialisiert. Es werden alle Technologien angeboten, die den Bediirfnissen des anspruchsvollen
Kundenkreises entsprechen. Hierfiir setzen sich die hochqualifizierten ANDUS-Ingenieure und -Techniker ein.

ANDUS fertigt in erster Linie fiir den professionellen Leiterplattenbedarf, iiberwiegend fiir die Bereiche:

-Luft- und Raumfahrt
-Medizintechnik
-Automotive
-Industrieelektronik
-Priif- und Messtechnik

Neben den Standardtechnologien fertigt ANDUS insbesondere Technologien fiir High-Tech-Anwendungen, unter
anderem:

-Flex- und Starrflex-Leiterplatten
-HDI-Leiterplatten (mit Microvias und Buried Vias)
-HF-/Impedanz-Leiterplatten

-Hochlagige Multilayer mit Diinnlaminaten
-Heatsink zur Wirmeableitung
-Feinstleiterstrukturen >=50u

Die Firma ANDUS wurde 1969 gegriindet und beschiftigt 65 Mitarbeiter.
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